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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源となるＬＥＤを実装した回路基板を備える電球型の照明装置において、
　前記複数のＬＥＤのうち前記回路基板の中央部に実装する前記ＬＥＤがベアチップのＬ
ＥＤダイであるか、又は表面実装型ＬＥＤ装置であり、
　前記回路基板周辺部に実装する前記ＬＥＤが側面発光型ＬＥＤ装置であり、
　前記回路基板が前記側面発光型ＬＥＤ装置の実装部に切り欠き部がある
ことを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記側面発光型ＬＥＤ装置は、前記回路基板に対し垂直なサブマウント基板と、上面及
び側面を覆い底面が開いた反射樹脂と、前記サブマウント基板に実装されたＬＥＤダイと
、該ＬＥＤダイを被覆する被覆樹脂とを備えていることを特徴とする請求項１に記載の照
明装置。
【請求項３】
　前記被覆樹脂が蛍光体を含有していることを特徴とする請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記側面発光型ＬＥＤ装置に含まれるＬＥＤダイが、上面及び側面にそれぞれ上面反射
層及び側面蛍光部材を備え、底面に接続用電極が付着し、該接続用電極が前記回路基板の
配線電極と接続していることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード（ＬＥＤ）を実装した回路基板を備える電球型の照明装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、消費電力の多い白熱電球の代替として、消費電力が少なく、白熱電球と形状が類
似した電球型ＬＥＤランプが普及してきている。しかしながら、電球型ＬＥＤランプから
出射する光は指向性が強いため口金側が暗くなってしまっていた。この対策として例えば
特許文献１の図１に示された照明器具（電球型の照明装置）がある。
【０００３】
　特許文献１の図１を図９に再掲示し更に詳しく説明する。図９は従来の電球型ＬＥＤラ
ンプの全体構成を一部縦断面で示す正面図である。ランプ１は、金属製の外郭部材である
カバー２、光源装置１１、この光源装置１１を被覆する光源カバー２１（グローブともい
う）、点灯回路２５、口金３１を具備している。光源装置１１は発光部１２（ＬＥＤ）と
導光体１７を備えている。導光体１７の頂上には反射面２０があり、その下に出射部１９
がある。
【０００４】
　発光部１２から導光体１７内へ入射した光は反射面２０へ導光され、反射面２０により
反射された光の一部が横方向へ出射する。この横方向へ出射した光は光源カバー２１の頂
端側の球面により反射されて発光部１２側へ投光される。この結果、一般照明用電球と同
様に口金３１側にも投光することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２８９６９７号公報　（図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図９の照明器具は光源カバー２１の内側に光源装置１１に含まれる導光体１７を付加し
、配光特性を改善したものということができる。しかしながら導光体１７を付加すること
は部品増とともに組み立て工数増を招くだけでなく、構造の複雑化も課題となる。例えば
導光体１７の質量が上部に存在するため、導光体１７を発光部基板１３に固定させる構造
は強固なものにしなくてはならない。また導光体１７は形状が複雑なうえ、透明樹脂部と
反射板２０との２体構造でもある。反射板２０も頂点側に光を出射させるため半透過反射
板にしたほうが良い。以上のようにグローブの内部を立体的な構造にすると、これに付随
し様々な問題が生じることが多い。すなわち光源となるＬＥＤを実装した状態の回路基板
をできるかぎり平坦にすることが望まれる。
【０００７】
　そこで本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、口金方向に広がる配光分布を
持たせてもグローブ内の構造が立体的にならない電球型の照明装置を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　光源となるＬＥＤを実装した回路基板を備える電球型の照明装置において、
　前記複数のＬＥＤのうち前記回路基板の中央部に実装する前記ＬＥＤがベアチップのＬ
ＥＤダイであるか、又は表面実装型ＬＥＤ装置であり、
　前記回路基板周辺部に実装する前記ＬＥＤが側面発光型ＬＥＤ装置であり、
　前記回路基板が前記側面発光型ＬＥＤ装置の実装部に切り欠き部がある
ことを特徴とする。
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【０００９】
　本発明の照明装置はグローブ内に複数のＬＥＤを実装した回路基板を備えている。ＬＥ
Ｄは少なくとも二つに分類される。一方のＬＥＤは、回路基板の中央に実装され、主に回
路基板の垂直方向に光を放射するＬＥＤであり、他方のＬＥＤは、回路基板の周辺に配置
され、主に回路基板の水平に光を放射するＬＥＤである。このようにして回路基板の中央
部に実装されたＬＥＤと、回路基板の周辺に実装されたＬＥＤとが分担して回路基板の垂
直方向と水平方向に光を放射する。この結果、本発明の照明装置は広い配光分布が得られ
、ＬＥＤを実装した状態の回路基板は平面的になっている。また回路基板中央部に実装す
るＬＥＤはベアチップであるＬＥＤダイでも表面実装型ＬＥＤ装置であってもよい。
【００１１】
　前記側面発光型ＬＥＤ装置は、前記回路基板に対し垂直なサブマウント基板と、上面及
び側面を覆い底面が開いた反射樹脂と、前記サブマウント基板に実装されたＬＥＤダイと
、該ＬＥＤダイを被覆する被覆樹脂とを備えていても良い。
【００１３】
　前記被覆樹脂が蛍光体を含有していても良い。
【００１４】
　前記側面発光型ＬＥＤ装置に含まれるＬＥＤダイは、上面及び側面にそれぞれ上面反射
層及び側面蛍光部材を備え、底面に接続用電極が付着し、該接続用電極が前記回路基板の
配線電極と接続していても良い。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のように本発明の照明装置は、２種類のＬＥＤで回路基板の垂直及び水平方向に光
を放射させることにより広い配光分布が得られる。このときパッケージ状態のＬＥＤ装置
かベアチップ状態のＬＥＤダイを回路基板に実装するだけなので、回路基板が比較的平坦
になる。この結果、本発明の照明装置は、口金方向に広がる配光分布を持たせてもグロー
ブ内の構造が立体的にならない。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態の照明装置の全体構成を一部縦断面で示す正面図。
【図２】図１に示した照明装置に含まれる回路基板の平面図。
【図３】図２に示した回路基板とこの回路基板に実装されたＬＥＤの断面図。
【図４】図３に示したＬＥＤのうちの側面発光型ＬＥＤ装置の側面図。
【図５】本発明の第２実施形態の照明装置に含まれる回路基板とＬＥＤの断面図。
【図６】図５に示したＬＥＤのうちの側面発光型ＬＥＤ装置の側面図。
【図７】本発明の第３実施形態の照明装置に含まれる回路基板とＬＥＤの断面図。
【図８】図７に示したＬＥＤから最上層を剥離した状態の平面図。
【図９】従来の電球型照明装置の全体構成を一部縦断面で示す正面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図１～８を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
なお図面の説明において、同一または相当要素には同一の符号を付し、重複する説明は省
略する。また説明のため部材の縮尺は適宜変更している。さらに特許請求の範囲に記載し
た発明特定事項との関係をカッコ内に記載している。
【００１９】
　一般に照明装置に組み込まれる回路基板には、パッケージ状態のＬＥＤを実装する場合
と、ベアチップ状態のＬＥＤを実装する場合とがある。パッケージ状態のＬＥＤとは、ベ
アチップのＬＥＤ素子にサブマウウント基板を取り付けたり、ベアチップのＬＥＤ素子を
樹脂などで被覆したりしたものである。そこで本明細書ではパッケージ状態のＬＥＤをＬ
ＥＤ装置と呼び、ベアチップ状態のＬＥＤをＬＥＤダイと呼び区別する。さらに回路基板
に実装したときに、配光分布が回路基板に対し垂直方向に強く現れるＬＥＤ装置を表面実
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装型ＬＥＤ装置と呼び、配光分布が回路基板に対し水平方向に強く現れるＬＥＤ装置を側
面発光型ＬＥＤ装置と呼び区別する。なおＬＥＤ装置に含まれるベアチップのＬＥＤ素子
もＬＥＤダイと呼ぶ。
（第１実施形態）
【００２０】
　図１～４を用いて本発明の第１実施形態を説明する。先ず図１により本実施形態の照明
装置である電球型ＬＥＤランプ４０の全体構成を説明する。図１は電球型ＬＥＤランプ４
０の全体構成を一部縦断面で示す正面図である。外郭部材であるカバー４６の上部には回
路基板４４が搭載されている。回路基板４４の中央部には表面実装型ＬＥＤ装置４２（Ｌ
ＥＤ）が実装され、回路基板４４の周辺部には側面発光型ＬＥＤ装置４３（ＬＥＤ）が実
装されている。カバー４６には空洞があり、この空洞内に点灯回路４５が収納されている
。またカバー４６の周辺部でグローブ４１が固定され、カバー４６下部では口金４７が連
結している。カバー４６は、これらの部材を支持するだけでなくＬＥＤ（表面実装型ＬＥ
Ｄ装置４２及び側面発光型ＬＥＤ装置４３）の放熱に係わっており、熱伝導性の良い樹脂
またはアルミニウムからなる。カバー４６の上端部は断面が台形になっており、側面発光
型ＬＥＤ装置４３から放射される光が口金４７側に向かい易くしている。
【００２１】
　次に図２を用いて電球型ＬＥＤランプ４０に含まれる回路基板４４について説明する。
図２は回路基板４４の平面図である。回路基板４４は円形であり、中央部に表面実装型Ｌ
ＥＤ装置４２が実装され、周辺部に８個の側面発光型ＬＥＤ装置４３が実装されている。
表面実装型ＬＥＤ装置４２には、サブマウント基板４２ａとダム材４２ｂ、被覆樹脂４２
ｃが見える。
【００２２】
　次に図３と図４を用いて回路基板４４に実装されたＬＥＤについて説明する。図３は図
２のＡＡ線に沿って描いた回路基板４４と、回路基板４４上に実装された表面実装型ＬＥ
Ｄ装置４２、側面発光型ＬＥＤ装置４３の断面図であり、図４は側面発光型ＬＥＤ装置４
３の側面図である。回路基板４４の両端（右端は図示していない）には側面発光型ＬＥＤ
装置４３が実装され、中央部には表面実装型ＬＥＤ装置４２が実装されている。回路基板
４４はアルミベース上に絶縁膜を備えたアルミ基板であり、その上に配線電極３６，３７
が形成されている。
【００２３】
　まず側面発光型ＬＥＤ装置４３について説明する。側面発光型ＬＥＤ装置４３は、回路
基板４４に対し垂直なサブマウント基板４３ａと、底面及び上面、側面を囲む枠状の反射
樹脂４３ｂと、サブマウント基板４３ａに実装されたＬＥＤダイ４３ｅと、ＬＥＤダイ４
３ｅを被覆する被覆樹脂４３ｃからなる。ＬＥＤダイ４３ｅはサブマウント基板４３ａに
ダイボンディングされ、ワイヤ４３ｄによりサブマウント基板４３ａの電極（図示せず）
と電気的に接続している。被覆樹脂４３ｃはシリコーン樹脂であり蛍光体を含有している
。また側面発光型ＬＥＤ装置４３は回路基板４４上の配線電極３６と半田３５で接続する
。なお側面発光型ＬＥＤ装置４３の光出射面からは、図４に示されるように枠状の反射樹
脂４３ｂとその内側にある被覆樹脂４３ｃが見える。
【００２４】
　次に表面実装型ＬＥＤ装置４２について説明する。図３に示すように表面実装型ＬＥＤ
装置４２は、サブマウント基板４２ａと、ダム材４２ｂと、被覆樹脂４２ｃと、複数のＬ
ＥＤダイ４２ｆ，４２ｇを含んでいる。サブマウント基板４２ａ上に形成されたダム材４
２ｂの内側の領域では、ＬＥＤダイ４２ｆ，４２ｇがサブマウント基板４２ａにダイボン
ディングされ、蛍光体を含有する被覆樹脂４２ｃにより被覆されている。なおダム材４２
ｂの内側の領域には多数のＬＥＤダイが実装されているが、説明のためＬＥＤダイ４２ｆ
，４２ｇだけを示している。ワイヤ４２ｄによりＬＥＤダイ４２ｆとサブマウント基板４
２ａ上の電極（図示せず）が電気的に接続し、ワイヤ４２ｅによりＬＥＤダイ４２ｆとＬ
ＥＤダイ４２ｇが直列接続する。表面実装型ＬＥＤ装置４２は回路基板４４の中央部に搭
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載される。
【００２５】
　表面実装型ＬＥＤ装置４２が回路基板４４に対し垂直方向に強い配光分布を持ち、側面
発光型ＬＥＤ装置４３が回路基板４４に対し水平方向に強い配光分布を持つ。この結果、
電球型ランプ４０（図１参照）は口金４７（図１参照）方向にも配光分布が広がる。この
とき回路基板４４上には表面実装型ＬＥＤ装置４２と側面発光型ＬＥＤ装置４３だけしか
実装されてないので、グローブ４１（図１参照）内が平面的な構造になっている。なお回
路基板４４には表面実装型ＬＥＤ装置４２が１個だけ実装されていたが、明るさを増す必
要がある場合は表面実装型ＬＥＤ装置４２を複数実装すれば良い。
（第２実施形態）
【００２６】
　第１実施形態の照明装置（電球型ＬＥＤランプ４０）に含まれる回路基板４４では、回
路基板４４の垂直方向の配光を担うＬＥＤは表面実装型ＬＥＤ装置４２であった。しかし
ながら回路基板４４の垂直方向の配光を担うＬＥＤにはベアチップであるＬＥＤダイを使
っても良い。また回路基板４４に実装された側面発光型ＬＥＤ装置４３は反射樹脂４３ｂ
（図３参照）が枠状であるため水平方向より下側の配光分布が充分でないことがある。そ
こで図５と図６により、回路基板にＬＥＤダイを直接実装し、さらに回路基板の水平方向
より下側の配光分布を改善したものとして、本発明の第２実施形態について説明する。な
お本実施形態における照明装置の外観は図１に示した電球型ＬＥＤランプ４０と等しい。
【００２７】
　図５は、本実施形態の照明装置に含まれる回路基板５４と、回路基板５４に実装された
ＬＥＤダイ５３ｆ，５３ｇ、側面発光型ＬＥＤ装置５３の断面図であり、図６は側面発光
型ＬＥＤ装置５３の側面図である。回路基板５４の両端（右端は図示していない）には側
面発光型ＬＥＤ装置５３が実装され、回路基板５４の中央部にはＬＥＤダイ５２ｆ，５２
ｇが実装されている。なお回路基板５４の中央部には多数のＬＥＤダイが実装されている
が、説明のためＬＥＤダイ５２ｆ，５２ｇだけを示している。回路基板５４はアルミベー
ス上に絶縁膜を備えたアルミ基板であり、その上に配線電極５６，５７，５８が形成され
ている。回路基板５４の平面形状は一部に切り欠きがある円形であり、ダム材５２ｂは回
路基板５４と同心円になる。
【００２８】
　まず側面発光型ＬＥＤ装置５３及びその周辺の回路基板５４について説明する。側面発
光型ＬＥＤ装置５３は、回路基板５４に対し垂直なサブマウント基板５３ａと、上面及び
側面を覆う反射樹脂５３ｂと、サブマウント基板５３ａに実装されたＬＥＤダイ５３ｅと
、ＬＥＤダイ５３ｅを被覆する被覆樹脂５３ｃからなる。ＬＥＤダイ５３ｅはサブマウン
ト基板５３ａにダイボンディングされ、ワイヤ５３ｄによりサブマウント基板５３ａの電
極（図示せず）と電気的に接続している。被覆樹脂５３ｃはシリコーン樹脂であり蛍光体
を含有している。また側面発光型ＬＥＤ装置５３は回路基板５４上の配線電極５６と半田
５５で接続する。なお側面発光型ＬＥＤ装置５３の光出射面からは、図６に示されるよう
に、下側が開いたコの字形の反射樹脂５３ｂとその内側の被覆樹脂５３ｃが見える。
【００２９】
　回路基板５４は、前述したように図２の回路基板４４と同様に円形を基本としているが
、側面発光型ＬＥＤ装置５３の下側を切り欠いている。図３では点線により回路基板５４
の切り欠き部５９を示している。側面発光型ＬＥＤ装置５３は、底部に反射樹脂がないこ
と及び回路基板５４に切り欠き部５９があることにより、口金４７（図１参照）方向に配
光分布を広げている。
【００３０】
　次にＬＥＤ装置５２ｆ、５２ｇについて説明する。図５に示すように回路基板５４の中
央部にはダム材５２ｂで囲まれた領域があり、この領域においてＬＥＤ装置５２ｆ、５２
ｇが配線電極５８上にダイボンディングされ、蛍光体を含有する被覆樹脂５２ｃにより被
覆されている。ワイヤ５２ｄによりＬＥＤダイ５２ｆと配線電極５７が電気的に接続し、
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ワイヤ５２ｅによりＬＥＤダイ５２ｆとＬＥＤダイ５２ｇが直列接続している。
（第３実施形態）
【００３１】
　第１実施形態及び第２実施形態に含まれる表面実装型ＬＥＤ装置４２及び側面発光型Ｌ
ＥＤ装置４３，５３は、サブマウント基板４２ａ，４３ａ，５３ａを備えていた。これに
対しサブマウント基板を省いてＬＥＤ装置の構造を簡単化しても良い。そこで図７と図８
によりサブマウント基板を省いて構造を簡単化したＬＥＤ装置を用いた例として本発明の
第３実施形態を説明する。なお本実施形態における照明装置の外観は図１に示した電球型
ＬＥＤランプ４０と等しい。
【００３２】
　図７は、第３実施形態の照明装置に含まれる回路基板７４と、回路基板７４に実装され
た側面発光型ＬＥＤ装置７３及び表面実装型ＬＥＤ装置７２の断面図であり、図８は、（
ａ）が側面発光型ＬＥＤ装置７３から上面反射層７３ａを剥がした状態の平面図、（ｂ）
が表面実装型ＬＥＤ装置７２の上面蛍光体層７２ａを剥がした状態の平面図である。回路
基板７４の両端（右端は図示していない）には側面発光型ＬＥＤ装置７３が実装され、回
路基板７４の中央部には表面実装型ＬＥＤ装置７２が実装されている。なお回路基板７４
の中央部には多数の表面実装型ＬＥＤ装置７２が実装されているが、説明のため２個だけ
示している。回路基板７４はアルミベース上に絶縁膜を備えたアルミ基板であり、その上
に配線電極７５，７６が形成されている。回路基板７４の平面形状は図２の回路基板４４
と同様に円形である。回路基板４４と回路基板７４を比較すると、回路基板４４における
表面実装型ＬＥＤ装置４２が回路基板７４では多数の表面実装型ＬＥＤ装置７２の置き換
わり、同様に側面発光型ＬＥＤ装置４３が側面発光型ＬＥＤ装置７３に置き換わる。
【００３３】
　まず回路基板７４の左端に実装された側面発光型ＬＥＤ装置７３について説明する。側
面発光型ＬＥＤ装置７３に含まれるＬＥＤダイ７３ｃは、上面及び側面にそれぞれ上面反
射層７３ａ及び側面蛍光部材７３ｂを備え、底面に２個の接続用電極７３ｄが付着してい
る。図８（ａ）に示されるように側面蛍光部材７３ｂはＬＥＤダイ７３ｃの周囲を枠状に
取り囲んでいる。また接続用電極７３ｄは回路基板７４の配線電極７５と接続している。
なおＬＥＤダイ７３ｃは厚さが８０～１２０μｍ程度のサファイア基板（図示せず）の下
面に、厚さが１０μｍ弱の半導体層（図示せず）を備えている。上面反射層７３ａはシリ
コーン樹脂に酸化チタンやアルミナなどの反射性微粒子を混練し硬化させたものである。
【００３４】
　側面発光型ＬＥＤ装置７３においてＬＥＤダイ７３ｃに含まれる半導体層が発光すると
、発光はサファイア基板側に入射する（なお半導体層の下部には金属反射層がある）。サ
ファイア基板に入射した光はＬＥＤダイ７３ｃの上面反射層７３ａによりサファイア基板
の側面から出射する。サファイア基板の側面から出射した光は側面蛍光部材７３ｂで白色
化され、回路基板７４の水平方向を中心に光を放射する。
【００３５】
　次に回路基板７４の中央部に実装された表面実装型ＬＥＤ装置７２について説明する。
表面実装型ＬＥＤ装置７２に含まれるＬＥＤダイ７２ｃは、上面及び側面にそれぞれ上面
蛍光体層７２ａ及び側面反射部材７２ｂを備え、底面に２個の接続用電極７２ｄが付着し
ている。図８（ｂ）に示されるように側面反射部材７２ｂはＬＥＤダイ７２ｃの周囲を枠
状に取り囲んでいる。また接続用電極７２ｄは回路基板７４の配線電極７６と接続してい
る。なおＬＥＤダイ７２ｃはＬＥＤダイ７３ｃと同様に厚さが８０～１２０μｍ程度のサ
ファイア基板（図示せず）の下面に、厚さが１０μｍ弱の半導体層（図示せず）を備えて
いる。側面反射部材７２ｂはシリコーン樹脂に酸化チタンやアルミナなどの反射性微粒子
を混練し硬化させたものである。
【００３６】
　表面実装型ＬＥＤ装置７２ではＬＥＤダイ７２ｃに含まれる半導体層が発光すると、発
光はサファイア基板側に入射する（なお半導体層の下部には金属反射層がある）。サファ



(7) JP 5829150 B2 2015.12.9

10

20

30

40

イア基板に入射した光はＬＥＤダイ７２ｃの側面反射部材７２ｂが一助となり、ほとんど
全てサファイア基板の上面から出射する。サファイア基板の上面から出射した光は上面蛍
光体層７２ａで白色化され、回路基板７４の垂直方向を中心に光を放射する。
【００３７】
　以上のように本実施形態の照明装置は、側面発光型ＬＥＤ装置７３と表面実装型ＬＥＤ
装置７２がそれぞれ回路基板７４の水平方向と垂直方向に光を放射するため広い配光分布
が得られる。また本実施形態では側面発光型ＬＥＤ装置７３と表面実装型ＬＥＤ装置７２
は構造が簡単であるというばかりでなく、回路基板７４に実装する際、一括実装が使え工
程が簡単化する。
【００３８】
　たとえば以下のような工程になる。先ず粘着シートに側面発光型ＬＥＤ装置７３と表面
実装型ＬＥＤ装置７２を貼り付ける。このとき配列ピッチは回路基板７４の実装ピッチに
あわせておく。これと並行して回路基板７４の実装部に半田ペースト印刷する。側面発光
型ＬＥＤ装置７３と表面実装型ＬＥＤ装置７２を実装した粘着シートと回路基板７４を重
ねあわせ、リフロー炉に通すことで側面発光型ＬＥＤ装置７３と表面実装型ＬＥＤ装置７
２が回路基板７４と接続する。
【符号の説明】
【００３９】
　３５，５５…半田、
　３６，３７，５６、５７，５８，７５，７６…配線電極、
　４０…電球型ＬＥＤランプ（照明装置）、
　４１…グローブ、
　４２，７２…表面実装型ＬＥＤ装置（ＬＥＤ）、
　４２ａ，４３ａ，５３ａ…サブマウント基板、
　４２ｂ，５２ｂ…ダム材、
　４２ｃ，４３ｃ，５２ｃ，５３ｃ…被覆樹脂、
　４２ｄ，４２ｄ、４３ｄ，５２ｄ，５２ｅ，５３ｄ…ワイヤ、
　４２ｆ，４２ｇ、４３ｅ，５３ｅ，７２ｃ，７３ｃ…ＬＥＤダイ、
　４３，５３，７３…側面発光型ＬＥＤ装置（ＬＥＤ）、
　４３ｂ，５３ｂ…反射樹脂、
　４４，５４，７４…回路基板、
　４５…点灯回路、
　４６…カバー、
　４７…口金、
　５２ｆ，５２ｇ…ＬＥＤダイ（ＬＥＤ）、
　５９…きり欠き部、
　７２ａ…上面蛍光体層、
　７２ｂ…側面反射部材、
　７２ｄ，７３ｄ…接続用電極、
　７３ａ…上面反射層、
　７３ｂ…側面蛍光部材。
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